[bookmark: _GoBack]2017中国半导体市场年会暨第六届集成电路产业创新大会会议回执表
	单位名称
	　
	邮编
	

	通信地址
	　

	　
	参会人员1
	参会人员2
	参会人员3

	姓名
	　
	　
	　

	部门
	　
	　
	　

	职务
	　
	　
	　

	电话
	　
	　
	　

	传真
	　
	　
	　

	手机
	　
	　
	　

	Email
	　
	　
	　

	请按照您的意向在如下4个平行论坛后的□内打“√”（单选）
高峰论坛 □        应用创新专题研讨 □  
CEO峰会□        产融结合专题研讨 □
会议费：每人1500元人民币（不含住宿及会议前一天自助晚餐）；每人2800元人民币（含两晚住宿及会议前一天自助餐）。中国半导体行业协会、南京市企业代表每人1200元（不含住宿及会议前一天自助晚餐）；每人2500元（含两晚住宿及会议前一天自助餐）。
费用说明：全部费用包括会议期间两天住宿，会议前一天自助晚餐及会议当天的参会费用，会议资料及文件，会议期间的午餐、交流晚餐，大会礼品、抽奖机会等。
汇款方式：
★银行汇款方式：                         ★邮局汇款方式：
开户名称：赛迪顾问股份有限公司           地 址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层
开户行：中国建设银行北京紫竹桥支行       邮 编：100048
开户账号：11001098600056018587         户 名：赛迪顾问股份有限公司
注：1. 若需要安排标间，请提前与组委会沟通，组委会会根据房间价格调整参会费用；
    2. 因房间有限，需要定房间的参会人员请提前将会议费打至会务组指定账号。

	参会报名请联系

	联系人：池翔                                                     联系人：白 洁  中国半导体行业协会 

	咨询电话：010-88559092                                          电   话：010－68207275/13501096021
传真： 010-88559009                                             Email：bj@csis.net.cn
手机：15811310671                                            
E – mail：chixiang@ccidconsulting.com
地址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层（100048）

	本表格复印有效，请于3月20日前将回执表通过传真或邮件回复至会务组，以便会务组做好各项工作。
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